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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の層を具備する多層抄き合わせ構造を有し、各層がそれぞれパルプ原料を主成分と
するキャリアテープ台紙基材であって、
　厚さが３００～１２００μｍであり、坪量が２５０～９００ｇ／ｍ2であり、
　表面層、中間層及び裏面層により構成された３層構造を有し、表面層及び裏面層はそれ
ぞれ厚さが５０～２５０μｍ、坪量が４０～２００ｇ／ｍ2であり、
　表面のｐＨが６．３～７．８、残留硫酸イオン量が２５０ｐｐｍ未満であり、
　前記複数の層のそれぞれにおけるパルプ原料のスラリーに、パルプ原料１００重量部に
対して、アニオン性ポリアクリルアミドを２～８．０重量部及びポリエチレンオキサイド
を主成分とする増粘剤を０．２～１．０重量部配合するとともに、硫酸バンドを配合せず
、
　プレスパート直前の湿紙水分率を７５～８０重量％に調整してなる、
　ことを特徴とするキャリアテープ台紙基材。
【請求項２】
　請求項１記載のキャリアテープ台紙基材を用いてなるキャリアテープ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子部品を装填する際に用いるキャリアテープ台紙基材及びキャリアテープ
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に係り、より詳細には、装填された電子部品が腐食して劣化することがないキャリアテー
プ台紙基材及びキャリアテープに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、各種電子機器の製造において、回路基板に対して各種電子部品を自動装着する技
術が種々採用されている。中でも、回路基板の表面に対して各種表面実装部品を直接実装
する技術、いわゆる表面実装技術は、著しい発達を見せている。
【０００３】
　この表面実装には、一般に、キャリアテープ台紙基材で形成されたキャリアテープが使
用される。キャリアテープ台紙基材に、例えば、表面実装部品収納用のキャビティ部が形
成されるなどの加工が施され、キャビティ部に表面実装部品を収納しながら、キャリアテ
ープ台紙基材の表面にカバーテープをヒートシール接着した上で、キャリアテープとして
使用に供される。
【０００４】
　かかるキャリアテープ台紙基材は、２つの種類に大別される。一つは、プラスチック原
料を主成分としてなるものであり、もう一つは、紙などのパルプ繊維を主成分としてなる
ものである。
【０００５】
　しかしながら、パルプ繊維を主成分としてなるものにおいては、装填していた表面実装
部品である電子部品などが腐食してしまうという問題があった。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従って、本発明の目的は、装填していた表面実装部品である電子部品などが腐食して劣
化することがない、パルプ原料を主成分とするキャリアテープ台紙基材を提供することに
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者らは、上記の課題を解消すべく鋭意検討した結果、表面実装部品は、キャリア
テープ台紙基材に配合されていた硫酸バンドが硫酸イオンとして残留し、この残留した硫
酸イオンにより腐食することを知見した。すなわち、通常、キャリアテープには紙層間強
度を高めておくために紙力増強剤を大量に配合するが、この紙力増強剤を紙層中に効率よ
く歩留らせ、紙力増強剤の効果を発現させるためには、パルプスラリーのｐＨを５前後と
する必要があり、ｐＨを調整するために硫酸バンドを使用する。そして、このように硫酸
バンドを使用するため、最終製品であるキャリアテープ中に硫酸イオンが残留してしまう
ことを知見し、かかる知見に基づいて本発明を完成するに至った。
【０００８】
　すなわち、本発明は、　複数の層を具備する多層抄き合わせ構造を有し、各層がそれぞ
れパルプ原料を主成分とするキャリアテープ台紙基材であって、厚さが３００～１２００
μｍであり、坪量が２５０～９００ｇ／ｍ2であり、表面層、中間層及び裏面層により構
成された３層構造を有し、表面層及び裏面層はそれぞれ厚さが５０～２５０μｍ、坪量が
４０～２００ｇ／ｍ2であり、表面のｐＨが６．３～７．８、残留硫酸イオン量が２５０
ｐｐｍ未満であり、前記複数の層のそれぞれにおけるパルプ原料のスラリーに、パルプ原
料１００重量部に対して、アニオン性ポリアクリルアミドを２～８．０重量部及びポリエ
チレンオキサイドを主成分とする増粘剤を０．２～１．０重量部配合するとともに、硫酸
バンドを配合せず、プレスパート直前の湿紙水分率を７５～８０重量％に調整してなる、
ことを特徴とするキャリアテープ台紙基材である。
【０００９】
　また、これらのキャリアテープ台紙基材を用いてなるキャリアテープも本発明に含まれ
る。
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【発明の効果】
【００１０】
　本発明のキャリアテープ台紙基材は、パルプ原料を主成分とし、装填していた表面実装
部品である電子部品などが腐食してしまうことがない、ものである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明を更に詳細に説明する。
　本発明のキャリアテープ台紙基材は、複数の層を具備する多層抄き合わせ構造を有し、
各層がそれぞれパルプ原料を主成分とするキャリアテープ台紙基材であって、表面が特定
のｐＨを有し、残留硫酸イオン量が特定の範囲内であることを特徴とする。
　以下、更に詳細に説明する。
　本発明のキャリアテープ台紙基材は、複数の層を具備する多層抄き合わせ構造を有する
。ここで、複数の層は、少なくとも、表面層、裏面層及び両層間に位置する中間層の３層
により構成されている。
【００１２】
　本発明において、各層の主原料であるパルプ原料としては、特に制限されないが、例え
ば、ダグラスファー、ラジアータパイン、杉、松などの針葉樹；ユーカリ、オークなどの
広葉樹を主原料としたクラフトパルプ（ＫＰ）、セミケミカルパルプ（ＳＣＰ）、砕木パ
ルプ（ＧＰ）、ケミグランドパルプ（ＣＧＰ）、リファイナーグランドパルプ（ＲＧＰ）
、ディンキングパルプ（ＤＩＰ）、ウエストパルプ（ＷＰ）などが挙げられ、使用に際し
ては単独もしくは２種以上混合して用いることができる。ただし、表面実装部品への影響
という観点から填料が少ない方がよい場合は、ＤＩＰやＷＰ等の古紙パルプよりもバージ
ンパルプを用いる方が好ましい。
【００１３】
　本発明のキャリアテープ台紙基材においては、上述の表面層、裏面層及び中間層を、そ
れぞれ同じパルプ原料を用いて形成しても良く、また異なるパルプ原料を用いて形成して
も良い。具体的には、表面層、裏面層は針葉樹、広葉樹を原料としたクラフトパルプ（Ｋ
Ｐ）を用い、中間層は、針葉樹、広葉樹を原料としたクラフトパルプ（ＫＰ）若しくはデ
ィインキングパルプ（ＤＩＰ）を用いるのが、本発明の所望の効果を得るために好ましい
。
【００１４】
　また、上記の複数の層の各層それぞれには、各層間の層間強度を向上させるために、紙
力増強剤を、パルプ原料１００重量部に対して２～８．０重量部、特に２．５～６．０重
量部配合する。
　紙力増強剤を２重量部以上とすることにより、層間強度をより向上させることができる
。なお、８．０重量部を超えると、層間強度の更なる向上は望めないばかりか、抄紙機設
備に汚れが付着したり、排水中の汚濁物質が増加する等の問題が発生するため好ましくな
い。
　上記紙力増強剤としては、下記の化合物・市販品などがあるが、本発明ではアニオン性
ポリアクリルアミドを用いる。
　アニオン性ポリアクリルアミド、カチオン性ポリアクリルアミド、両性ポリアクリルア
ミド、ポリビニルアルコール、澱粉、カイメン。
【００１５】
　そして、本発明のキャリアテープ台紙基材の表面のｐＨは６．３～７．８である。
　また、前記の特定の残留硫酸イオン量は２５０ｐｐｍ未満である。
　上記ｐＨが６．３未満又は前記残留硫酸イオンが２５０ｐｐｍ以上であると、表面実装
品の腐食が生じる。
　ｐＨ及び残留硫酸イオンを上述の範囲内とするには、原料のｐＨを調整したり、硫酸バ
ンドを無配合としたり、重炭酸ソーダ、炭酸カルシウム、アンモニア水等のアルカリ性薬
品を添加する等して適宜調整するとよい。



(4) JP 4387828 B2 2009.12.24

10

20

30

40

50

【００１６】
　また、前記の複数の層のそれぞれに、該紙力増強剤の効果をより向上させるために、ポ
リエチレンオキサイドを主成分とする増粘剤をパルプ原料１００重量部に対して０．２～
１．０重量部、好ましくは０．２～０．５重量部添加し、且つプレスパート直前の湿紙水
分率を７５～８０％、好ましくは７６～８０％、より好ましくは７８～７９．５％に調整
しておくのが好ましい。
【００１７】
　本発明者らは、各層からなる湿紙のプレスパート直前の湿紙水分率（プレスパート前ま
での脱水速度）は、湿紙の地合及び紙力増強剤の発現効果に重大な影響を及ぼすことを知
見した。湿紙のＺ軸方向の水分移動が速すぎる、すなわち、水分率が低い場合、不均一な
地合が形成されやすく、また水分移動が遅すぎる、すなわち水分率が高すぎる場合、プレ
スパートで一気に脱水しなければならず、その結果潰れ地合になる、これら２つのパター
ンは相反するものであるが、いずれの場合でも紙力増強剤の発現効果が悪くなり、その結
果、キャリアテープ台紙基材のＺ軸方向の紙層間の強度が低下する。その結果、キャリア
テープの加工中若しくは運搬中に紙層間で剥離し、装填された電子部品が脱落するという
問題が発生する。この問題は、特に前記キャリアテープ加工工程で発生し易く、最も重大
な品質欠陥といえるものである。
【００１８】
　さらに不均一な地合となったり、潰れ地合が発生した場合、シート厚みのバラツキが大
きくなり、その結果キャリアテープ台紙基材のスリット加工工程において、隣り合う巻取
りが互いに噛み込み合い、操業性を著しく低下させる問題が生じる（参考資料：特願２０
０２－９０６０４）。
　また、パルプ原料のスラリーの粘性も地合に影響する。すなわち、パルプ繊維と紙力増
強剤などを混合したスラリーが適正な粘度を有していれば、パルプ繊維が均一に分散され
てワイヤー上で薄く均一に広がり、良好な地合を形成することができ、その結果、紙力増
強剤の発現効果も向上する。そこで、パルプ原料のスラリーを作製するに際して、上記増
粘剤を添加する。
【００１９】
　上記のポリエチレンオキサイドを主成分とする増粘剤としては、例えば、明成化学工業
（株）製、商品名「アルコックス」；住友精化（株）製、商品名「ＰＥＯ－ＰＦＺ」等を
挙げることができる。
　なお、上記増粘剤の最適な配合量は、原料パルプの種類、フリーネスによって異なり、
また円網抄紙機の場合シリンダーバットに使用するワイヤーのメッシュ径やバット内の液
面の高さなどによって異なるが、上述の範囲内とすれば、条件が異なっていても十分な効
果の向上が見られる。
【００２０】
　すなわち、上記増粘剤の添加量を上述の範囲内とすること及び上記湿紙水分率を上述の
範囲内とすることにより、原料スラリーが発泡することなく均一な地合が得られ、紙力増
強剤の効果を十分に発揮させることができる。また、上記増粘剤を上述の範囲を超えて添
加すると、地合改善に効果があるものの、他方、原料スラリーを発泡させる作用もあるた
め、紙表面に欠陥が発生する場合があるので好ましくない。
【００２１】
　プレスパート直前の湿紙水分率は、円網抄紙機の場合、シリンダーバットのメッシュ径
、シリンダ、バットを押さえるクーチロールの圧力、サクションバートの真空値等を適宜
調節することによって上記の範囲とすることができる。
　また、各層には、本発明の所望の効果を損なわない範囲で、種々添加剤を添加すること
ができる。具体的には、本発明のキャリアテープは、上述の３層構造を有しているが、表
面層、裏面層、中間層いずれの層にも、歩留り向上剤、着色剤、泡消剤などを用いること
ができる。
【００２２】
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　次に、本発明のキャリアテープ台紙基材について図面を参照して更に詳細に説明する。
　ここで、図１は、本発明のキャリアテープ台紙基材の好ましい１実施形態を示す側面図
であり、図２は、本発明のキャリアテープ台紙基材を用いて形成されてなるキャリアテー
プの好ましい１実施形態を示す平面図であり、図３は、図２のII－II断面図である。
　図１に示す本実施形態のキャリアテープ台紙基材１０は、複数の層が、表面層１１、中
間層１２及び裏面層１３により構成された３層構造のテープである。そして、表面層１１
及び裏面層１３の表面には、後述するカバーテープ２０を貼り合わせるための接着剤１６
が塗工されている。なお、接着剤１６は、後述する図２及び３に示すようにカバーテープ
が貼り合わされる部分にのみ塗工されている。
【００２３】
　キャリアテープ台紙基材１０全体の厚さは、装填される電子部品の大きさによっても異
なるが、本発明では３００～１２００μｍとされ、４００～１０００μｍとするのが更に
好ましい。また、坪量は、本発明では２５０～９００ｇ／ｍ2とされるが、３５０～８０
０ｇ／ｍ2とするのが更に好ましい。
　このうち、表面層１１、裏面層１３の厚さは、各々５０～２５０μｍとするのが好まし
く、１００～２００μｍとするのが更に好ましい。また、坪量は、４０～２００ｇ／ｍ2

とするのが好ましく、８０～１６０ｇ／ｍ2とするのが更に好ましい。
【００２４】
　また、この際用いられる接着剤としては、通常この種のキャリアテープにおいて、キャ
リアテープ台紙基材とカバーテープとを接着する際に用いるものであれば特に制限なく用
いることができる。
　そして、本実施形態のキャリアテープ台紙基材１０は、図２及び３に示すようにして本
発明のキャリアテープ１として使用される。
　すなわち、図２に示すように、キャリアテープ台紙基材１０には、１側縁側に円形の開
口部を所定間隔を開けて設けることにより複数のマージナル部１４が形成され、他側縁側
に長方形状の開口部を所定間隔を開けて設けることにより複数のキャビティ部１５が形成
されている。
【００２５】
　キャリアテープ１は、図２及び３に示すように、カバーテープ２０が、キャリアテープ
台紙基材１０のキャビティ部１５を覆うようにキャリアテープ台紙基材１０に貼り合わせ
されて、形成されている。カバーテープ２０としては、通常、この種のキャリアテープに
おいて、カバーテープとして用いるものであれば特に制限なく用いることができる。
【００２６】
　また、キャビティ部１５内には、それぞれ表面実装部品３０（本実施形態においては電
子部品）が収納されている。従って、キャビティ部１５の大きさは、表面実装部品３０が
収納されるのに必要且つ十分なサイズとするのが好ましい。
　そして、使用時には、図３に示すように、カバーテープ２０を剥がして、表面実装部品
３０を露出させた後、特に図示しないが、所望の製品の所定位置に表面実装部品を装填す
る等して使用する。
【００２７】
　本発明のキャリアテープ台紙基材は、前記パルプ原料及び紙力増強剤などを混合したス
ラリーを用いて各層を構成する湿紙を、抄紙機ワイヤー上で形成された各層の湿紙をフェ
ルトへ順次転写することにより抄き合わせして多層構造とすることにより製造できる。こ
の際用いることができる抄紙機としては、円網多層抄紙機、ウルトラフォーマー多層抄紙
機、ベルボンドフォーマー多層抄紙機などが使用できる。
【００２８】
　そして、このように構成された本発明のキャリアテープ台紙基材は、キャリアテープと
した場合に、装填した表面実装部品が腐食して劣化することがないものである。
　なお、本発明のキャリアテープ台紙基材は、上述の実施形態に何ら制限されるものでは
なく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で種々変更可能である。
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　例えば、キャビティ部１５をエンボス加工により凹状に形成したキャリアテープとして
もよい。
【実施例】
【００２９】
　次に、実施例及び比較例により本発明を更に詳細に説明するが、本発明は、これらに制
限されるものではない。
　なお、以下の例において、特に説明しない限り、「部」及び「％」とあるときは、それ
ぞれ「重量部」及び「重量％」を示す。
【００３０】
　〔実施例１〕
　以下の形成材料からなる３層抄き合わせ紙によりキャリアテープ台紙基材を作製した。
製造は、円網多層抄紙機にて３層構造で抄き合わせることにより行った。また、硫酸バン
ドは添加しなかった。
【００３１】
　＜形成材料＞
表面層及び裏面層；針葉樹晒クラフトパルプ（ＮＢＫＰ）５０％、広葉樹晒クラフトパル
プ（ＬＢＫＰ）５０％、からなるパルプスラリーをカナディアンスタンダードフリーネス
（ＣＳＦ）４５０ｃｃに調整した。
中間層；ＮＢＫＰ　２５％、ＬＢＫＰ　２５％、上物古紙パルプ５０％からなるパルプス
ラリーをＣＳＦ３５０ｃｃに調整した。
【００３２】
　＜製造方法＞
　上記層形成材料各々に、パルプ原料１００部に対して、アニオン性ポリアクリルアミド
系紙力増強剤（商品名：ハーマイドＢ－１５、ハリマ化成株式会社製）を５部、増粘剤（
商品名：アルコックスＳＲ、明成化学工業（株）製）を０．４部配合した。なお、硫酸バ
ンドは添加しなかった。
　円網多層抄紙機を使用して、３層構造のキャリアテープ台紙基材を得た。この時のプレ
スパート直前の湿紙水分率を７６．５％とした。
　得られたキャリアテープ台紙基材の表面ｐＨは６．４であった。また、キャリアテープ
台紙基材の残留硫酸イオン量、層間強度、地合、電子部品の腐食性、製造時の操業性の評
価を以下の方法にて実施した。
【００３３】
　＜試験方法＞
・残留硫酸イオン量：キャリアテープ台紙基材中の硫酸イオンを熱水で抽出し、塩化バリ
ウムで沈殿させてその重量を測定し、残留硫酸イオン量を計算した。
・剥離強度：ＴＡＰＰＩＵＭ　５２２記載の試験方法に準じた。
・電子部品腐食試験：得られたキャリアテープ台紙基材５０ｇを１ｃｍ角の小片に断裁し
、チップ電子部品５０個と混合したものを秤量瓶に入れ、４０℃、８０％（相対湿度）環
境下にて３０日間放置した。その後秤量瓶を取り出し、チップ電子部品を一つ一つ顕微鏡
で観察し腐食が発生している部品の個数を数えた。
・操業性：抄紙工程や加工工程において、何らかの操業トラブルが発生した場合、その旨
を記録した。
【００３４】
　〔実施例２～実施例５〕
　紙力増強剤や増粘剤の配合量や、プレスパート直前の湿紙水分率を変えた以外は、実施
例１と同様にしてキャリアテープ台紙基材を作製した。
　実施例の結果をまとめて表１に示す。
実施例１～５のキャリアテープ台紙基材は、電子部品の腐食が全く発生することがなく、
紙層間の強度も優れていた。また、良好な地合を有し、抄紙工程でも加工工程でも操業ト
ラブルは発生せず、従来の問題を解消することができた。
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【００３５】
　〔比較例１〕
　表面層及び裏面層の形成材料いずれにも硫酸バンドを３部配合した以外は、実施例１と
同様にしてキャリアテープ台紙基材を作製した。この時のｐＨは５．０であり、プレスパ
ート直前の湿紙水分率は７６．５％であった。このキャリアテープ台紙基材は残留硫酸イ
オンが多く、その結果、電子部品の腐食が発生し、従来の問題点を解消することはできな
かった。
【００３６】
　〔比較例２〕
　キャリアテープ台紙基材の表面のｐＨを８．２に調整した以外は、実施例１と同様にし
てキャリアテープ台紙基材を作製した。プレスパート直前の湿紙水分率は７６．５％であ
った。このキャリアテープ台紙基材を作製すると、抄紙機ドライヤー設備に多量の粕が付
着し、安定操業が困難であった。
【００３７】
　〔比較例３〕
　紙力増強剤の配合量を０．５部とし、プレスパート直前の湿紙水分率を７６．７％とし
た以外は、実施例１と同様にしてキャリアテープ台紙基材を作製した。この時のｐＨは６
．４であり、プレスパート直前の湿紙水分率は７６．７％であった。このキャリアテープ
台紙基材は紙層間の強度が低く、スリット加工時に層間剥離トラブルが発生し、キャリア
テープ台紙基材としては不適であった。
【００３８】
　〔比較例４〕
　増粘剤の配合を中止し、湿紙水分率を７６．４％とした以外は、実施例１と同様にして
キャリアテープ台紙基材を作製した。この時のｐＨは６．３であり、プレスパート直前の
湿紙水分率は７６．４％であった。このキャリアテープ台紙基材は地合が不均一で紙層間
の強度が低い上に、スリット加工時に隣り合う巻取りが互いに噛み込み合うトラブルが発
生した。
【００３９】
　〔比較例５〕
　ワイヤーパート～プレスパート間に設置している真空吸引装置の作動条件を調整して脱
水を早め、プレスパート直前の湿紙水分率を７４．０％にした以外は、実施例１と同様に
してキャリアテープ台紙基材を作製した。この時のｐＨは６．４であった。このキャリア
テープ台紙基材は地合が不均一で紙層間の強度が低いほか、スリット加工時に隣り合う巻
取りが互いに噛み込み合うトラブルが発生した。
【００４０】
　〔比較例６〕
　ワイヤーパート～プレスパート間に設置している真空吸引装置を停止させて脱水を遅ら
せ、プレスパート直前の湿紙水分率を８０．５％にした以外は、実施例１と同様にしてキ
ャリアテープ台紙基材を作製した。この時のｐＨは６．３であった。このキャリアテープ
台紙基材は潰れ地合と称されるバターンが紙全体に発生した。また、紙層間の強度が低い
ほか、スリット加工時に隣り合う巻取りが互いに噛み込み合うトラブルが発生した。
【００４１】
　〔比較例７〕
　増粘剤の配合量を１．２部とした以外は、実施例１と同様にしてキャリアテープ台紙基
材を作製した。この時のｐＨは６．４であり、プレスパート直前の湿紙水分率は７６．３
％であった。このキャリアテープ台紙基材は潰れ地合と称されるパターンが紙全体に発生
した。このキャリアテープ台紙基材は、抄紙機ワイヤー設備上に筋状の汚れが付着し、連
続操業が困難であった。
【００４２】
　〔比較例８〕
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　紙力増強剤の配合量を９．０部とした以外は、実施例１と同様にしてキャリアテープ台
紙基材を作製した。この時のｐＨは６．４であり、プレスパート直前の湿紙水分率は７６
．４％であった。このキャリアテープ台紙基材は抄造時、ドライヤー設備及びワイヤー設
備上に多量の汚れが付着したほか、排水中の汚濁物質が増加し、排水処理が困難になった
。
　これら比較例の結果もまとめて表１に示す。
【００４３】
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【表１】

【産業上の利用可能性】
【００４４】
　本発明は、電子部品を装填する際に用いるキャリアテープ台紙基材及びキャリアテープ
として適用できるものである。
【図面の簡単な説明】
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【００４５】
【図１】図１は、本発明のキャリアテープ台紙基材の好ましい１実施形態を示す側面図で
ある。
【図２】図２は、本発明のキャリアテープ台紙基材を用いて形成されてなるキャリアテー
プの好ましい１実施形態を示す平面図である。
【図３】図３は、図２のII－II断面図である。
【符号の説明】
【００４６】
１０…キャリアテープ台紙基材、１１…表面層、１２…中間層、１３…裏面層、１４…マ
ージナル部、１５…キャビティ部、１６…接着剤、２０…カバーテープ。

【図１】

【図２】

【図３】
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